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Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 661 “Gedruckte Schaltungen” der Deutschen Elektrotech-
nischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustandig.

Der Zusammenhang der zitierten Normen und anderen Unterlagen mit den entsprechenden Deutschen Normen und
anderen Unterlagen ist nachstehend wiedergegeben.

Fiur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm oder andere Unterlage ohne
Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm oder anderen Unterlage.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genom-
mene Ausgabe der Norm oder anderen Unterlage.

Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giltig.

Européische Norm Internationale Norm Deutsche Norm

- Normen der Reihe IEC 68 -

EN 60097:1993 IEC 97:1991 DIN EN 60097 :1993-09

- IEC 50(541): 1990 (IEC 194) -

- Normen der Reihe |EC 249 -

- IEC 326-1:1984 DIN IEC 326-1:1990-08
- IEC 326-2:1990 DIN |IEC 326-2:1992-07
- IEC 326-3:1991 DIN IEC 326-3:1993-09
- IEC 326-9:1991 DIN IEC 326-9:1993-04

Fortsetzung Seite 2
und 38 Seiten EN

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

© DIN Deutsches Institut far Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, Refl Nr. Dmm

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet. i y y 1
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin ngment@ﬁdﬁﬁ@ Hub

Full document details: DIN EN 123800:1997-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-123800-1997-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-123800-1997-10

Seite 2
DIN EN 123800:1997-10

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 60097
Rastersysteme flr gedruckte Schaltungen (IEC 97:1991); Deutsche Fassung EN 60097:1993
DIN IEC 326-1

Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten; Anleitung fir den Ersteller von Normen und Spezifikationen; ldentisch mit
IEC 326-1:1984

DIN [EC 326-2

Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten; Teil 2: Prifverfahren; Identisch mit IEC 326-2:1990
DIN IEC 326-3

Leiterplatten; Teil 3: Gestaltung und Anwendung von Leiterplatten; Identisch mit IEC 326-3:1991
DIN IEC 326-9

Leiterplatten; Teil 9: Anforderungen an flexible Mehrlagenleiterplatten mit Durchverbindungen; ldentisch mit
IEC 326-9:1991
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EUROPAISCHE NORM EN 123800
EUROPEAN STANDARD
NDHME EUHDPEENNE Dezember 1996

ICS

Deskriptoren: Mehrlagen-Leiterplatten mit Durchverbindungen, Befahigungspriifung, Qualitdts-Konformitatsprifung, Prifbilder

Deutsche Fassung

Rahmenspezifikation:
Flexible Mehrlagen-Leiterplatten mit Durchverbindungen

Sectional Specification: Spécification intermédiaire:
Flexible multilayer printed boards Cartes imprimées multicouches souples
with through connections avec connexions transversales

Diese Europdische Norm wurde von CENELEC am 1992-05-22 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.
Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwor-
tung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dédnemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nieder-
lande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CENELEC

EUROPAISCHES KOMITEE FUR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 1996. Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 123800:1996 D
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Vorwort

Diese Europdische Norm wurde von CLC/TC CECC/SC 52, Printed Boards (frlihere WG 23) erstellt.

Sie basiert, soweit mdglich, auf Publikationen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission und im besonderen auf
|EC 326-9, Printed boards, Part 9: Specification for flexible multilayer printed boards with through connections.

Dem Text des Entwurfes liegt das Schriftstick CECC(Secretariat)2865 zugrunde und wurde zur Abstimmung vorgelegt. Er
wurde zusammen mit dem Abstimmbericht CECC(Secretariat)3092 angenommen und am 1992-05-22 zur Verdffentlichung

als EN 123800 freigegeben.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer

identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden muB

(dop): 1997-07-01

- spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen,

zurickgezogen werden mussen

1 Einleitung

|IEC 326-9 ist die IEC-Norm flr flexible Mehrlagen-Leiter-
platten mit Durchverbindungen. Das vorliegende Doku-
ment enthalt diese IEC-Norm sowie entsprechend der
Fachgrundspezifikation EN 123000 zusétzliche Angaben,
welche fur Leiterplatten erforderlich sind, die nach dem
CENELEC-System fir Bauteile mit bewerteter Qualitat be-
urteilt werden sollen.

1.1 Anwendungsbereich und Zweck

Dieses Dokument ist eine Rahmenspezifikation (SS) fur fle-
xible bestuckungsbereite Mehrlagen-Leiterplatten mit
Durchverbindungen, unabh&ngig von ihrem Herstellver-
fahren. Sie legt die zu beurteilenden Eigenschaften sowie
die zur Beféhigungsanerkennungsprifung und Qualitats-
Konformitéatsprifung (losweise Prifungen und periodische
Prifungen) eingesetzten Prifverfahren fest.

1.2 Bezugsschriftstiicke

IEC 68 Basic environmental testing procedures

IEC 97 Grid system for printed circuits

IEC 194 Terms and definitions for printed circuits

|IEC 249 Metal-clad base materials for printed circuits

IEC 326-1 Printed boards, instructions for the specifica-
tion writer

IEC 326-2 Test methods for printed boards

IEC 326-3 Recommendations for the design and the use
of printed boards

IEC 326-9 Specification for flexible multilayer printed
boards with through-connections

(dow): 2003-08-12

2 Allgemeines

Diese Rahmenspezifikation (SS) gilt fiir flexible Mehrlagen-
Leiterplatten mit Durchverbindungen und dient als Grund-
lage zur Erstellung einer

— Bauartspezifikation zum Nachweis der Befdhigung
(Cap DS), die fiir spezielle Materialien gilt, z. B. nach
|EC 249-2, und die fur Befdhigungsanerkennungsver-
fahren zu verwenden ist. Es kann sich als notwendig
erweisen, fur jede Materialart eine Cap DS zu erstellen.
Eine Cap DS darf von internationalen oder nationalen
Stellen oder von einem Hersteller erstellt werden (siehe
auch CECC 00111/1V).

- Kunden-Bauartspezifikation (CDS) fiir Leiterplatten
nach Kundenkonstruktion entsprechend Abschnitt 5 der
EN 123000. Die CDS wird ublicherweise vom Kunden
erstellt, der auch eine Numerierung nach seinem eige-
nen System vornimmt. Weitere Einzelheiten sind in
EN 123000 und CECC 00114/111 angegeben.

Tabelle 1 enthdlt grundlegende Eigenschaften, die Ubli-
cherweise flr flexible Mehrlagen-Leiterplatten mit Durch-
verbindungen wichtig sind, und macht Angaben zu den zur
Uberpriifung dieser Eigenschaften geeigneten Priifverfahren.
Tabelle 2 enthalt ergdnzende Eigenschaften, die fur be-
stimmte flexible Mehrlagen-Leiterplatten mit Durchver-
bindungen und/oder bestimmte Anwendungen wichtig sein
kénnen, und macht Angaben zu den zur Uberpriifung dieser
Eigenschaften geeigneten Priifverfahren. Falls notwendig,
darf die zutreffende Spezifikation Eigenschaften und Pri-
fungen aus dieser Tabelle 2 anfiihren.

Wenn zusétzliche Angaben flr eine Prufung in der zutref-
fenden Spezifikation festzulegen sind, ist das durch ein
Sternchen (*) in der entsprechenden Spalte zu kennzeich-
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nen. Diese Angaben missen dann nach CECC 00010
(IEC 326-2) festgelegt werden.

Tabelle 3 enthélt das Befahigungsprifprogramm. Als Bau-
teil zum Befahigungsnachweis wird ein festgelegtes Kom-
binations-Prufbild (CTP) verwendet.

Tabelle 4 enthélt Angaben zur Qualitats-Konformitatspru-
fung.

Die Tabellen sind nicht dazu vorgesehen, Prifablaufe zu
beschreiben. Die Priifungen dirfen, sofern nicht anders
festgelegt, in beliebiger Reihenfolge ausgefiihrt werden.

3 Priifling

Zur Uberprifung der Befahigung gemé&B der entsprechen-
den Fachgrundspezifikation wird ein Prifling verwendet,
der entweder speziell zu diesem Zweck konstruiert (Kom-
binations-Prifbild) oder der laufenden Fertigung entnom-
men wird (Serienplatte). Ein geeignetes Kombinations-
Prifbild ist in den Bildern 3a, 3b, 3¢, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 4a
und 4b dargestellt.

3.1 Befdhigungsanerkennung

3.1.1 Grundlegende Befdhigung

Die Prifung muB mit den Kombinations-Prufbildern nach
Abschnitt 8 durchgefihrt werden.

3.1.2 Zusatzliche Befahigung

Es gilt 3.5.3 der EN 123000. Zu Mehrfach-Anordnungen siehe
auch Abschnitt 8.

3.1.3 Aufrechterhaltung der Befahigungsanerkennung
Es gilt 3.8 der EN 123000.

3.2 AQualitats-Konformitéatspriifung

Wenn nicht anders festgelegt, diirfen zur Durchfihrung der
losweisen Prifungen und der periodischen Prifungen
Serienplatten und/oder speziell konstruierte Prifbilder ver-
wendet werden.
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Wenn speziell konstruierte Prafbilder verwendet werden
mussen, durfen sie in den Nutzen integriert werden. Dabei
darf das passende Bild des Kombinations-Prifbildes zu-
grundegelegt werden. Siehe dazu auch Abschnitt 8. In der
Regel wird eine Absprache zwischen Hersteller und Abneh-
mer erforderlich sein.

4 Zutreffende Spezifikation

Unter dem Begriff “zutreffende Spezifikation” ist eine Pro-
duktspezifikation flr eine aktuelle Leiterplatte zu verste-
hen, d. h. - je nach Sachlage - eine CDS oder eine Cap DS,
angewandt auf ein bestimmtes Material und eine be-
stimmte Technik.

Die zutreffende Spezifikation muB alle notwendigen Anga-
ben enthalten, die zur eindeutigen und vollsténdigen Defi-
nition der Leiterplatte notwendig sind. Die in IEC 326-3 ge-
gebenen Empfehlungen missen bevorzugt befolgt werden.

Es sollte darauf geachtet werden, daB unnétige Vorschrif-
ten vermieden werden. Falls notwendig, sollten zuléssige
AbmaBe festgelegt werden. Wo es hinreichend ist, sind
Nennwerte ohne Toleranzen oder einfach Héchst- bzw.
Mindestwerte anzugeben. Wo Toleranzen notwendig sind -
nur flir gewisse Flachen und Teile der Leiterplatte —, sind sie
lediglich auf diese Flachen und Teile anzuwenden und nur
auf diese zu beschranken.

Gibt es verschiedene Mdéglichkeiten fir die Darstellung der
Toleranzklassen usw., ist bevorzugt die in IEC 326-3 ange-
gebene Auswahl zu treffen.

Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen den CDS-Daten
und anderen einschlagigen Normen (z.B. Grundspezi-
fikation, Fachgrundspezifikation oder Rahmenspezifika-
tion), ist die CDS vorzuziehen.

5 Eigenschaften von Leiterplatten

Grundlegende Eigenschaften siehe Tabelle 1.
Zusatzliche Eigenschaften siehe Tabelle 2.

Tabelle 1: Grundlegende Eigenschaften (Bewertung, die immer durchgefiihrt werden muB)

Full document details: DIN EN 123800:1997-10

Prifungsnr. " Prifling des
Eigenschaften nach EPrg"afnzende Kombinations- Anforderungen Anmerkungen
IEC 326-2 rutungen Priifbildes

Allgemeine

Prifung

Sichtpriifung

Konformitéat und 1 * Vollstandige Bilder, Bezeichnungen, Kenn-

Kennzeichnung Leiterplatte zeichnungen, Material und
oder Oberflachen missen den An-
Kombinations- | gaben in der zutreffenden
Prifbild Spezifikation entsprechen.

Offensichtliche Fehler sind
nicht zuldssig.

Aussehen und 1a Vollstandige Das Aussehen der Leiter-

Verarbeitung Leiterplatte platten muB eine sorgfaltige
oder und fachménnische Herstel-
Kombinations- | lung nach dem Stand der
Prifbild Technik erkennen lassen.

* Siehe Abschnitt 2.
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Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-123800-1997-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-123800-1997-10

Seite 4
EN 123800: 1996

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Eigenschaften

Prafungsnr.
nach
IEC 326-2

Ergénzende
Prifungen

Prifling des
Kombinations-
Prifbildes

Anforderungen

Anmerkungen

Metallisierte
Lécher

Plattenkanten

Loétaugen

1c

1a

Vollstandige
Leiterplatte
oder
Kombinations-
Prifbild

Vollstandige
Leiterplatte
oder
Kombinations-
Prifbild

Vollstandige
Leiterplatte
oder
Kombinations-
Prifbild

Metallisierte Lécher miissen
sauber und frei von Einschliis-
sen jeglicher Art sein, die das
Bestiicken mit Bauteilen und
die Lotbarkeit beeintrachtigen
kdénnten.

Die Gesamtflache der Hohl-
raume darf 10 % der Gesamt-
wandflache nicht Uberschreiten.
Die gréBte Ausdehnung der
Hohlrdume darf in der Horizon-
talebene 25 % des Lochum-
fangs und in der Vertikalebene
25 % der Plattendicke nicht
Uberschreiten.

Metallisierte Lécher dirfen
keine Hohlrdume in der Metal-
lisierung an der Grenzflédche
zwischen Lochwand und Lei-
terbild oder am Innenlagenring
aufweisen.

Als Grenzflache wird der Be-
reich angesehen, der sich
unter der Plattenoberflache auf
das 1,5fache der Gesamtdicke
des Oberflachenkupfers in das
Loch hinein erstreckt oder am
Innenlagenring auf das Dop-
pelte der Innenlagen-Kupfer-
dicke.

Harzverschmierungen zwischen
Kaschierungskupfer und Fl&-
chenverkupferung sind zulds-
sig, vorausgesetzt, die elektri-
sche Verbindung wird durch
die Verschmierung nicht
unterbrochen.

Es dirfen keine umlaufenden
Risse im Kupfer oder eine um-
laufende Ablésung des Kupfers
von der Wand des metallisier-
ten Loches vorliegen.

Die Zahl der Lécher mit Hohl-
rdumen in der Metallisierung
darf 5% der Gesamtzahl der
metallisierten Lécher nicht
Uberschreiten.

Die Kanten der Platten und
innenliegenden Ausschnitte
muissen sauber und frei von
Rissen oder Kerben sein.

Létaugen mussen festsitzen.
An metallisierten Létaugen darf
kein blankes Metall freiliegen.
Létaugen dirfen keine gebro-
chenen Rander besitzen. Um
das Létauge herum dirfen we-
der an Leitern noch am Trager-
material Beschadigungen
vorkommen.
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Eigenschaften

Prifungsnr.
nach
IEC 326-2

Ergdnzende
Priifungen

Prifling des
Kombinations-
Prifbildes

Anforderungen

Anmerkungen

Bindung der
Leiter am
Trdgermaterial

Bindung der

Decklagen an
Trdgermaterial
und Leiterbild

Leiterfehler

Partikel
zwischen den
Leitern

1b

1b oder 1c

Vollstandige
Leiterplatte
oder
Kombinations-
Prifbild

Vollstandige
Leiterplatte

Vollstandige
Leiterplatte
oder
Kombinations-
Prifbild

Vollstandige
Leiterplatte
oder
Kombinations-
Prifbild

Es durfen keine infolge sicht-
barer Blasen oder Falten ent-
standenen Abldsungen der
Leiter vom Tréagermaterial vor-
handen sein mit Ausnahme der
nach der Materialspezifikation
erlaubten.

Die Bindung muB vollstindig
und einheitlich erscheinen.
Kleinere Delaminierungen sind
an folgenden Stellen zuléssig:

a) An zufillig verteilten
Stellen auBerhalb der Leiter.
Derartige Delaminierungen
dirfen eine Flache von
hochstens 5 mm2 aufweisen
und mussen mehr als

0,5 mm von den Kanten
entfernt sein.

b) Langs der Leiterkanten.
Derartige Delaminierungen
durfen bei visueller Ab-
schétzung nicht um mehr
als 20 % der Konstruktions-
leiterbreite in den Zwi-
schenraum der Leiter hin-
einreichen (siehe Bild 5).

Zwischen benachbarten Leitern
muB eine durchgehende Bin-
dung mit einer Mindestbreite
von 0,5 mm vorhanden sein.
Bei Leiterabstédnden unter

0,5 mm darf keine Delami-
nierung vorliegen.

Risse und Unterbrechungen
sind nicht erlaubt. Fehler, wie
Lécher oder Kantenbescha-
digungen, sind zuldssig, vor-
ausgesetzt, daB die Leiterbreite
oder der Kriechpfad zwischen
den Leitern nicht um mehr als
den in der zutreffenden Spezi-
fikation festgelegten Prozent-
satz verringert wird, z. B. 20 %
oder 35% (siehe Bild 1).

Verbleibende Metallpartikel
sind zuléssig, vorausgesetzt,
daB dadurch der Kriechweg
nicht um mehr als 20 % oder
auf weniger als denjenigen
Abstand verringert wird, der
fur isolierte Bereiche bei den
gegebenen Schaltkreisspan-
nungen erforderlich ist.

Falls erforderlich, ist
dies mit Hilfe der
MaBprufung 2a

zu Uberprifen.

Falls erforderlich, ist
dies mit Hilfe der
MaBprifung 2a

zu Uberprifen.
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Tabelle 1 (fortgesetzt)
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Prifungsnr. i Priifling des
Eigenschaften nach Erg"anzende Kombingtions- Anforderungen Anmerkungen
IEC 326-2 | Profungen | ppufhiiges

MaBprifung

Plattenab- 2 Vollstandige Die Abmessungen und Tole-

messungen Leiterplatte ranzen mussen den Angaben
oder in der zutreffenden Spezifika-

Kombinations- | tion entsprechen. Die Nenn-

Prufbild dicke der Platte muB ebenfalls
den Angaben in der zutreffen-
den Spezifikation entsprechen.

Plattendicke im 2 K Die Gesamt-Plattendicke Die Gesamt-Platten-

Bereich der muB den Angaben in der dicke und die Tole-

Randkontakte zutreffenden Spezifikation ranzen missen nach

der Platte entsprechen. IEC 321 festgelegt

werden.

Lécher 2 Vollstandige Nenndurchmesser und Tole- Fur Lochdurchmesser
Leiterplatte ranzen von Montageléchern und Toleranzen
oder und Bauelementeldchern mis- | werden Empfehlungen
Kombinations- | sen den Angaben in der zu- in IEC 326-3 gegeben.
Prifbild treffenden Spezifikation ent-

sprechen.

Der Nenndurchmesser metal- | Eine genaue Messung
lisierter Lécher, die nur als ist nicht erforderlich,
Durchverbindungen dienen, da Abweichungen
muB den Angaben in der zu- unwesentlich sind.
treffenden Spezifikation ent-

sprechen.

Zugangsldcher 2 Vollstédndige Die Lagegenauigkeit eines Empfohlene Mindest-
Leiterplatte Zugangsloches in bezug auf breite der effektiven
oder die entsprechende AnschluB- | AnschluBflaiche an
Kombinations- | fliche auf dem Basismaterial | jeder Stelle um das
Prifbild muB so sein, daB durch einen | Loch:

Versatz die in der zutreffenden| | 5oh ohne
Spezifikation festgelegten ef- Metallisierung:
fektiven Mindestabmessungen 0,15 mm

der AnschluB3flachen nicht . .
unterschritten werden, wobei Metallisiertes Loch:
auch der KleberfluB in der 0,10 mm

Decklage zu berlicksichtigen

ist (siehe Bild 6b).

Schlitze, Aus- 2 Vollstandige Die MaBe miissen den Anga-

klinkungen Leiterplatte ben in der zutreffenden Spezi-
oder fikation entsprechen.

Kombinations-
Prifbild

Leiterbreite 2 Vollstandige Die Leiterbreite muB3 den Wenn keine Tole-
Leiterplatte spezifischen Angaben in der ranzen festgelegt
oder zutreffenden Spezifikation sind, gelten die groben
Kombinations- | entsprechen. Toleranzen nach
Prifbild IEC 326-3.

2a Fehler, wie Hohlrdume oder
Kantenbeschadigungen, sind
zulassig, vorausgesetzt, daB die
Leiterbreite nicht um mehr als
den in der zutreffenden Spezi-
fikation festgelegten Prozent-
satz verringert wird, z. B. 20%
oder 35%. Die Lange L eines
Fehlers darf nicht groBer als
die Leiterbreite S sein oder
nicht gréBer als 5 mm, je nach-
dem, welches der kleinere Wert
ist (siehe Bild 1).

(fortgesetzt)
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Prafungsnr. i Priifling des
Eigenschaften nach Erg"afnzende Kombinations- Anforderungen Anmerkungen
IEC 326-2 | Prifungen | ppufhiides
Leiterabstand 2 Vollstandige Der Leiterabstand muB den
Leiterplatte spezifischen Angaben in der
oder zutreffenden Spezifikation
Kombinations- | entsprechen.
Prifbild
Versatz zwi- 1a Vollstandige Unterbrechungen der AnschluB3-
schen Loch 2a Leiterplatte flache sind nicht zuléssig.
und AnschluB- oder An der Verbindungsstelle
flache Kombinations- | zwischen AnschluBflache und
Prifbild Leiter darf kein Ausbruch vor-
handen sein.
Lagetoleranz Vollstédndige Die Lochachsen missen inner-
der Leiterplatte halb der in der zutreffenden
Lochachsen oder Spezifikation festgelegten Ab-
Kombinations- | weichungen liegen.
Prifbild
Elektrische
Prifungen
Widerstand
Widerstands- 3c¢ der D Die in der zutreffenden Spe- Nicht zutreffend fur
anderung von IEC 326-2a zifikation angegebenen Anfor- | Polyestermaterialien.
metallisierten derungen miissen erflllt
Léchern bei werden.
Temperatur-
wechselbean-
spruchung
Létaugen In Vorbereitung.
Kurzschlisse 4a * Vollstandige
Leiterplatte
oder
Kombinations-
Prifbild
Isolations- 6 * Der Isolationswiderstand mufB3 | Der Isolationswider-
widerstand den Angaben in der zutreffen- | stand ist vor und nach
den Spezifikation entsprechen. | der Beanspruchung
sowie bei erhdhter
Vorbehandlung 18a * Temperatur zu messen.
Messung im 6 *
Normalklima
Beanspruchung * Die zutreffende Bean-
nach |EC 68-2-3, spruchung muB in der
Prifung Ca zutreffenden Spezifi-
Feuchte Wéarme, kation festgelegt
konstant, oder werden.
nach
IEC 68-2-38,
Prifung Z/AD
Zusammenge-
setzte Prufung
Temperatur/
Feuchtigkeit,
zyklisch
Messung bei 6 * Nicht zutreffend far
erhéhter Tem- Polyestermaterialien.
peratur
* Siehe Abschnitt 2.
(fortgesetzt)
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Priafungsnr. s Priifling des
Eigenschaften nach EPrg"afnzende Kombinations- Anforderungen Anmerkungen
IEC 326-2 rutungen Priifbildes
AuBenlagen 6a E oder J
Innenlagen 6b E oder J
Lage zu Lage 6¢c M
Mechanische
Prifungen
Abschalkraft
Leiter zu G Die Abschalkraft muB den
Basismaterial Angaben in der zutreffenden
Spezifikation entsprechen.
Messung im 10a *
Normalklima
Messung bei 10b * Nicht zutreffend fir
erhbhter Polyestermaterialien.
Temperatur
AbreiBkraft
AbreiBkraft von 11a * C Die AnschluBflache darf sich Ein flexibler Prufling
AnschluBflachen wahrend des Létprozesses muB durch eine starre
an unmetalli- nicht ablésen. Die AbreiBkraft | Platte verstirkt werden.
sierten darf nicht geringer sein als
Léchern der in der zutreffenden Spe-
zifikation festgelegte Wert.
Ausziehkraft
Metallisierte 11b B Die Ausziehkraft darf nicht
L&cher ohne geringer sein als in der
AnschluBflachen zutreffenden Spezifikation
festgelegt.
Verschiedene
Prifungen
Beschaffenheit
der Metalli-
sierung
Haftung der 13a K Nach Abziehen des Klebe-
Metallisierung, bandes von den Leitern dlrfen
Klebeband- am Band keine Partikel der
Verfahren Metallisierung haften, es sei
denn, sie stammen von einem
Uberhang.
Dicke der 13f K oder Die Dicke muB den Angaben
Metallisierung, Leiterplatte in der zutreffenden Spezifi-
Kontaktflachen kation entsprechen.
Lotbarkeit 14a * H, A Die Leiter missen mit einem Nicht zutreffend fur
glatten und glanzenden Lot- Polyestermaterialien.
Uberzug versehen sein. In ge- | Bei Polyimid-Material
ringem MaBe (ungefdhr 5 %) kann sich als Schutz-
durfen vereinzelte Fehlstellen, | maBnahme vor dem
z. B. Nadelldcher und unbe- LotprozeB eine geeig-
netzte oder entnetzte Stellen, | nete Trocknung als not-
vorkommen. Die Fehlstellen wendig erweisen. Die
durfen nicht an einer Stelle Prifung muB, je nach
gehéuft auftreten. Absprache zwischen
Abnehmer und Liefe-
rant, im Anlieferungs-
zustand oder nach be-
schleunigter Alterung
durchgefuhrt werden.
* Siehe Abschnitt 2.
(fortgesetzt)
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Prafungsnr. s Priifling des
Eigenschaften nach Ergﬂanzende Kombinations- Anforderungen Anmerkungen
IEC 326-2 | Profungen | " ppufhiiges
A) Wenn Nicht-aktiviertes FluB-
der Einsatz mittel, wie in 6.6.1 der
eines nicht- IEC 68-2-20 festgelegt.
aktivierten
FluBmittels
zwischen
Abnehmer
und Lieferant
vereinbart
wurde
Anlieferungs- Benetzung: Der Prifling muB
zustand innerhalb 3 s benetzt werden.
Ist zur Sicherstellung der Be-
netzbarkeit eine temporéare
Schutzbeschichtung aufge-
bracht worden, muB der Prif-
ling innerhalb 4 s benetzt
werden.
Entnetzung: Der Prufling muB
zwischen 5 s und 6 s mit dem
geschmolzenen Lot in Be-
rihrung bleiben; er darf da-
nach nicht entnetzt sein.
Nach beschleu- Benetzung: Der Prifling mufB
nigter Alterung innerhalb 4 s benetzt werden.
Entnetzung: Der Prufling muB
zwischen 5 s und 6 s mit dem
geschmolzenen Lot in Berih-
rung bleiben; er darf danach
nicht entnetzt sein.
B) Wenn der Sowohl fiir Benetzung als auch | Aktiviertes FluBmittel
Einsatz eines Entnetzung (falls zutreffend) (0,2%), wie in 6.6.2
aktivierten muB das Aussehen der Locher | der IEC 68-2-20 fest-
FluBmittels den gut geltteten Lochern nach | gelegt.
zwischen Bild 7 dieser Norm entsprechen,
Abnehmer soweit dies flr das bei flexi-
und Lieferant blen Leiterplatten verwendete
vereinbart diinne Material méglich ist.
wurde
Anlieferungszu- Sowohl fir Platten mit als auch
stand und nach flr solche ohne I6tbare tempo-
beschleunigter rére Schutzbeschichtung gilt:
Alterung Benetzung: Der Priifling muB
innerhalb 3 s benetzt werden.
Entnetzung: Der Prufling muB
zwischen 5 s und 6 s mit dem
geschmolzenen Lot in Berlh-
rung bleiben; er darf danach
nicht entnetzt sein.
Sowohl fir Benetzung als auch
Entnetzung (falls zutreffend)
muB das Aussehen der Locher
den gut geldteten Léchern nach
Bild 7 dieser Norm entspre-
chen, soweit dies fur das bei
flexiblen Leiterplatten verwen-
dete diinne Material mdglich ist.
(fortgesetzt)
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Priafungsnr. s Priifling des
Eigenschaften nach Ergﬂanzende Kombinations- Anforderungen Anmerkungen
IEC 326-2 | Profungen | ppughiiges
Losemittel- und 17a * Keine Anzeichen von
FluBmittelbe- — Blasenbildung oder
standigkeit Delaminierung,
- zuféllig verteilten flachen-
haften Ablésungen der Ab-
deckung oder des Be-
schriftungslackes,
- Auflésung,
- wesentlicher Farb-
anderung.
Annehmbar:
Beschriftung (Buchstaben)
a. unbeeintrachtigt,
b. beeintrachtigt, aber lesbar.
Nicht annehmbar:
Beschriftung (Buchstaben)
a. unlesbar oder zerstort,
b. nicht eindeutig lesbar,
d. h. Fehldeutungen zwi-
schen dhnlichen Zeichen
wie R-P-B, E-F, C-G-O
sind méglich.
Delaminierung, 15a G Sichtbare Blasenbildung Wenn in der zutreffen-
Waéarmeschock oder Delaminierungen sind den Spezifikation vor-
nicht zuldssig. geschrieben, ist ein
Mikroschliff herzu-
Vorbehandlung 18b stellen.

* Siehe Abschnitt 2.

Tabelle 2: Zusatzliche Eigenschaften (nur zu bewerten, wenn ausdriicklich verlangt)

Eigenschaften

Prifungsnr.
nach
IEC 326-2

Ergénzende
Prifungen

Prifling des
Kombinations-
Prifbildes

Anforderungen

Anmerkungen

MaBprifung

Vollstandige
Leiterplatte
oder
Kombinations-
Prifbild

Die Lage muB den spezifischen
MaBangaben in der zutreffen-
den Spezifikation entsprechen.

Wird Ublicherweise
nicht gemessen, da
das wichtige Merkmal
der Versatz zwischen
Leiterbild und Loch
ist, durch den die
Mindestringbreite
bestimmt wird. Wenn
die Messung verlangt
wird, gelten die in
IEC 326-3 angege-
benen Abweichungen.
Wenn MaBe fir den
Aufbau der Platten
festgelegt sind, kén-
nen diese an einem
Mikroschliff Gberpriift
werden. Siehe dazu
4.2.3 oder 4.2.4 der
IEC 326-3.
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